
半導体製造においてダイシングテープの貼り付けを行う全自動装置です。

ＡＴＬ－２００ＤＣ
自動真空テープ貼付装置

多種多様なウェハなどに対し、気泡が入りにくい安定した
テープ貼り付けを行うことができます。

特長

■ ウェハとテープ間に気泡が入りにくい真空貼付
方式を採用しています。

■ 貼り付けの際にローラを使用しない為、ウェハに
対する局部的な負荷を軽減できます。

■ ウェハ表面(パターン）に接触せず貼り付けること
ができます。

■ 多種多様なウェハなどに対するテープ貼り付け
ができます。
（ＭＥＭＳウェハ、ＴＡＩＫＯ®ウェハ、セラミック、
ガラス、フィルムなど）

■ テープ供給にはインライン型プリカット方式※

を採用、テープコストの削減ができます。
※：大宮工業社製

ＡＴＬ－２００ＤＣ

http://www.nec.co.jp/engsl/

ダイシング工程（ダイシングテープ）

裏面研削工程（バックグラインドテープ）

メッキ工程（保護テープ）

テープ転写工程（テープ）

サポート基板（ウェハ貼り合せ）

■ 半導体製造各工程内での貼り付け／貼り合わせ

活用例

紹介資料



ＡＴＬ－２００ＤＣ

製品概要

０．５ＭＰａ以上圧縮空気

三相ＡＣ２００±５％ ３０Ａ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ電源電圧

－７０ｋＰａ以下真空用力

約１,２００ｋｇ質 量

１６００ｍｍ（Ｗ）×１７００ｍｍ（Ｄ）
×１８００ｍｍ（Ｈ）

装置寸法

６、８インチ用フレームカセット ※１、※２フレームカセット

６、８インチ ※１、※２フレームサイズ

４、５、６、８インチ用ウェハカセット ※１、※２ウェハカセット

４、５、６、８インチ ※１、※２ウェハサイズ

ＶＴＬ－１００
真空テープ貼付装置

ＶＴＬ－２０１
真空テープ貼付装置

ウェハのオリフラ位置を合せて
ウェハ供給を行います

ウェハアライメント
機能

低酸素状態で貼り付けを行うこ
とでＵＶ照射後の硬化ムラを抑
制します

Ｎ２（窒素）パージ
機能

※１：ＳＥＭＩスタンダード準拠
※２：１サイズ選択となります

※１２インチ対応はご相談ください
※その他 特殊仕様にも対応致します

お問い合わせは、下記へ

●ＴＡＩＫＯは株式会社ディスコの登録商標です。●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品（ソフトウェア含む）が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。
●本紙に掲載された仕様・外観などは、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

NEC 社会システム事業本部 エンジニアリング事業推進センター
〒183-8501 東京都府中市日新町一丁目10
TEL：042（333）1510 FAX：042（333）1855

NECエンジニアリング 営業本部
〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-27（住友不動産品川ビル7F）
TEL：03（6713）1200 FAX：03（6713）1965

２０１３年１月現在日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝5丁目7-1（ＮＥＣ本社ビル）

安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の使用上の注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。
水、湿気、油等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

ＶＴＬ－３００
加熱真空テープ貼付装置

仕様 （型番：ＡＴＬ－２００ＤＣ）

真空テープ貼付装置ラインアップ （半自動機）

オプション




